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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES -
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz & 1 GHz -

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées —
Méthode de scrutation surfacique

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatig lisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités CEl a
pou j i i i i i hns les
don Normes
inte ibles au
publi ¢ a des
conpi er. Les
org : \ S ficipent
égglement aux travaux La CEI collabore étroitement avec I rga i ion} (1ISO),
sel

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl & i i < , mesure
du i i i j ! i i la CEI
inté&

3) Leg dgréées
con la CEI
s'ag nsable
de

4) Dar oute la
me ications
nat ications
nat

5) La |CEIlI n’a pr pas sa
responsabilité po

6) Toys les utilisateurs ion.

7) Audune responsapbilite j imputée 3 , 8 ini , 8s, iliajres ou
mandataires 5 iculi ité 'é omités
natjonaux dg la ey di e eriels, t autre
dommage € it, di indi 0 is les frais
de |ust ou de
toufe avu I

8) L'aftention €% 5 ication. L'utilisati iications
réfdrencées est

9) L’aftentionjest attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvept faire
I'objef\@de droits de proprlete |nte|lectue|le ou de dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tenule pour
res WaVal - -

La tache principale des comités d’études de la CEI est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’'une
spécification technique

+ lorsqu’en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la
publication d’'une Norme internationale, ou

* lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,
pour une raison quelconque, la possibilité d’'un accord pour la publication d’'une Norme
internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans I'immédiat.

Les spécifications techniques font I'objet d’'un nouvel examen trois ans au plus tard aprés leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 3: Measurement of radiated emissions —
Surface scan method

FOREWORD
1) Thdg International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization S ardization eonjprising
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). E romote
intdrnational co-operation on all questions concerning standardization in these i ig’fidlds. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Stantards, \\ ifi¢ations,
Tedhnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i € ¢ s “IEC

PuBlication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committe prested
in {he subject dealt with may participate in this preparatory wo d non-
governmental organizations liaising with the IEC also particip, i i ian. closely
withh the International Organization for Standardization (IS©O) in_accordans i iti ined by
agrgement between the two organizations

2) Thd formal decisions or agreements of IEC o i 8 S ible, i ational
conlsensus of opinion on the relevant supje i ] i i i rom all
intdrested IEC National Committees

3) IEQ Publications have the form of recommendations i ional—_us ational
Cormpmittees in that sense. While all reasonable effor of IEC
Pulhlications is accurate, IEC cannot be onsileNfor the way in which they are used or for any
misjnterpretation by any end . %

4) In ¢rder to promote inter ationa i EC on ommittees undertake to apply IEC Publications
trarisparently to the m e iblexin their pational and regional publications. Any divgrgence
betyeen any IEC Publication and the cgrrespanding~natiopal or regional publication shall be clearly indiqated in
thellatter.

5) IEQ provides ng marki or any
equipment declared 40

6) All

7) No i rts and
me age or
oth s) and
exp er I[EC
PuRli

8) Attg fions is
indi

9) Attg bject of
pate

The = S and
exceptlonal cwcumstances a technlcal commlttee may propose the publlcatlon of a technlcal
specification when

» the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

» the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.
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La CEI 61967-3, qui est une spécification technique, a été établie par le sous-comité 47A:

Circuits intégrés, du comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs & semiconducteurs.

Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

47A/697/DTS 47A/709A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette|publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
La pré

La C
intégn
Partieg 1
Partie

Partigl 3
Partie

jrcuits

EM a

Partig 5: Y de la cage de Faraday sur banc de

travail
Partiel 6: Mesure des é

Le comité a décidé q : iCation ne sera pas modifié avant la date de

maintgnance?2) indiqué
donndes relativ )
o trg

* re
¢ Ssu

1T A publier.

s les

2) Pourla présente publication, les Comités nationaux sont priés de noter que la date de maintenance est 2010.
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IEC 61967-3, which is a technical specification, has been prepared by subcommittee 47A:

Integr

ated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
47A/697/DTS 47A/709A/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in

the re

ort on voting indicated in the above table.

This g
This g

IEC 6
Meas

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 9:
Part q:

The ¢
the m
the ds

o trg
* re
o Wi
c re

ublication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directj

art of IEC 61967 is to be read in conjunction with IEC 61967-

nsformed

confirmed,
hdrawn,
blaced by a

* amended

Jits —

i until
ch" in

1 To be published.

2) The National Committees are requested to note that for this publication the maintenance result date is 2010.
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CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz a 1 GHz -

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées —
Méthode de scrutation surfacique

1 D¢maine dapplication

La présente procédure d’essai définit une méthode d’évaluation{de
électrlque, magnétique ou électromagnétique émis a la surface od pra
circuif intégré (Cl). Cette procédure de diagnostic est destinée a |'analys
telle pue la gestion de couches et I'optimisation de la distribu
procéfure d’essai s’applique aux mesures effectuées sur un. Cl
accespible a la sonde de balayage. Pour la comparaisgn de

surfage entre différents CI, il convient que la carte

CEI 6[1967-1 soit utilisée.

Cette|technique peut fournir une configuration detaillé s sources RF internes ¢
La régolution de la mesure est déterming ’ a_gonde de mesure et par la
8. stinée a étre utilisée pur la
gammnle de fréquences comprise entre 10NMHz=e {Z. imites de fréquence supéfrieure
étendpes sont possibles avec la techn S atiere de sondes mais n’entrept pas
dans |e domaine d’application de la pre i

La sdnde est balayée glon ung” configuration programmée sur url plan
parallgle ou perpendiculaj ~Les données sont traitées par ordinateuf pour
fournif une représenta 3 Qntrastées de l'intensité du champ a la fréquence de
balayage. @

2 Reéférences¢no

Les documénpts de\réfe suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. S datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référgnces
non dptées, \&re édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amenfleme

CEI 6DP050(131):200
des clreuits

, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 131: Théorie

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61967-1, Circuits intégrés — Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz
— Partie 1: Conditions générales et définitions

CEIl 61967-6, Circuits intégrés — Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz
— Partie 6: Mesure des émissions conduites — Méthode de la sonde magnétique
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INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 3: Measurement of radiated emissions —
Surface scan method

1 S¢ope

This technique is capable of providing a detailed patter i équency (RF) squrces

internpl to the IC. The resolution of th ved by the capability
measfyirement probe and the precisiony/of ) 70Siti 2 ethod is intended f
over the 10 MHz to 1 GHz frequency ra ser frequency limits are possibl
existi
The g
perpe

enhar

2 N

The f
For dated refereR
of the|referene

IEC 6p q ernational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 131:
theory

S..

IEC 6P050(161):
magnetic ecompatibility

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: E

of the
Dr use
e with

lel or
olour-

ment.
dition

Circuit

ectro-

IEC 61967-1, Integrated circuits — Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to

1 GHz - Part 1: General conditions and definitions

IEC 61967-6, Integrated circuits — Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to

1 GHz — Part 6: Measurement of conducted emissions - Magnetic probe method
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions de la CEI61967-1, de la
CEI 60050(131) et de la CEI 60050(161) s’appliquent.

4 Généralités

Le balayage des champs électrique et magnétique sur la surface du CIl fournit des
informations sur la pmssance relatlve des sources a Imterleur du b0|t|er du Cl. Cela fournit

des cem i$sions
RF dy CI. La conflgurat|on des champs eIectrlque et magnethue sur Ia syrface 5t lige
au po - c il fait
partie Cependant cette procédure a pour objet de fournir une mesuké com parati Cl et
non d ' Img

La cafactérisation d’'un Cl implique une serle de balayages stlau » qyence.
Chaq & ou un
boitief, en fonction du nombre d’emplacements de balayage. ' et de
la quantité requises des données mesurées, cette mg > i iti bment
de la |sonde contrdlé par ordinateur et un systeme Jes de

sondq précises et reproductibles. Le logiciel de % ofmulé ou adaptg pour
contrgler les moteurs pas-a-pas de précisiopm\optiqle /gé ent utilisés dans de tels
systémes. Cette méthode nécessite ég 1 fportante d’analyses [et de
manigulations des données général gali par des programmes de logiciels

spéciglisés. La duree de balayage ombre de fréquences, du npmbre
d’emp > qt mesurées, et de la capacité du
systéme de recueil de dopnées. Cette prk étre adaptée a une utilisation avec
d’autre

Enra S < ¢ matlere de traitement Cl et de boitiers| et de
leurs > ne spécifie pas une conception

norma3li efment de la sonde ou pour la sonde de ghamp
prochg. et de la sonde dépendra du nombre de variables y
compfi mesure souhaitée, la résolution spatiale, le type de
cham ari - ¢ mposants disponibles (tels que les moteurs pas-@-pas,
etc.).

La rés

pas spécifiée, mais est déterminée par la taille de pas du sygtéme
de pogiti i

ensions physiques de la sonde de champ proche. Les résolutions

spatieIes typesy'sontf\mesurées en micromeétres. La résolution spatiale réelle du mqgntage
d’essai doit€tre incluge dans le rapport d’essai.
La ha - i ecifié types

sont 100 yum a 200 ym. La hauteur réelle de la sonde doit étre incluse dans le rapport d’essai.

La taille de pas de la sonde n’est pas spécifiée. La taille de pas de la sonde doit étre choisie
de telle sorte que la résolution spatiale souhaitée soit obtenue tout en limitant le nombre de
points au niveau desquels les données sont prises. La taille de pas peut étre modifiée afin de
se concentrer sur des zones particuliéres de la puce ou du boitier.
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions contained in IEC 61967-1,
IEC 60050(131) and IEC 60050(161) apply.

4 General

The electric and magnetic fields measured by scanning over the surface of the IC yields
mformatlon on the relatlve strength of sources W|th|n the IC package ThIS prowdes for

m the
o the
itis @ part
hot to
may
ber of
s test
hieve
ontrol
also
iplized
Z: pber of
locati i issi ili i stem.
This g )
Due - i i ysical
dimern i itjoning
> on a
numbe i i di } rement frequency range, spatial resojution,
field type, er 3 Y components (such as stepper motors, etg.).
Spatid ion i S ifiedkbuit s ¢ [ i itioni ystem
and th i  f 3 i . i i i gdsured
in mig . 3 i - i i le test
report.
The p ig ' i ified. i 0 um.
The a i
The pgrobé step siz€ is not specified. The probe step size shall be chosen such that the
desirddispatial resolution is achieved while limiting the number of points at which data is
taken.—%pvm—ﬁ-mﬁﬁakﬁhmmmmm—m—l' ft ; ; ;
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5 Conditions d'essai

5.1 Généralités

Les conditions d’essai doivent satisfaire aux exigences décrites dans la CEI 61967-1. De
plus, les conditions d’essai suivantes doivent s’appliquer.

5.2 Tension d'alimentation

La tension d'alimentation doit étre conforme aux spécifications du fabricant du CI. Si les

ut|||s taurs-de cettenrocddure-sont daccord-sur dautras valaurs gllas daivaent fiaurer d ns |e
teHtH-S—G e+ atH == Fo—SHH—GE—aHH-e-s—-aH8tH-S—6+ e eh+—HgHHe+—agd

rappoft d’essai.

5.3 Gamme de fréquences

La gamme de fréquences efficace de cette procédure sur iQ o) gs est
complise entre 10 MHz et 1 GHz.

6 Hquipement d’essai

6.1 Généralités

L’équipement d’essai doit satisfaire a ige fécri ; -1. s, les

Un c ble coaxial doubl igi is. i itions

6.3 Appareil d<>
L’appareil de mesuyé

sonde
choisi de de
champ électrique 511y iscréete et en mesurant unlquement 'amplitud¢ des

émissjons, updi it ’ : it étre
utilisél. Alternativemgpt\uhexseyte entrée d’un analyseur de réseaux peut étre utilisée.

En utjlisan : ; 5 i St iscré a la fois
Pamplitude de i ur de
résealix doit-étre™utilise.

En utilisant une sonde de champ électromagnétique et en mesurant uniquement I'amplitude
des émissions, un dispositif a deux entrées tel qu’'un analyseur de réseaux doit étre utilisé.

En utilisant une sonde de champ électromagnétique et/ou en mesurant a la fois 'amplitude
des émissions et la phase, il convient d’utiliser un appareil de mesure du signal vectoriel RF
tel que représenté a I'Article B.5.

L’analyseur de spectre ou la largeur de bande de résolution du récepteur doit étre de 9 kHz
ou 10 kHz et la largeur de bande vidéo ne doit pas étre inférieure a trois fois la largeur de
bande de résolution. L’appareil doit étre configuré pour utiliser un détecteur de créte avec des
mesures exprimées en dBuV [pour un systéme de 50 Q: (indications en dBm) + 107 = dBuV].
Pour les analyseurs de spectre, la bande de fréquences étudiée doit étre balayée en mode
étalonné ou couplé (balayage automatique).
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5 Test conditions

5.1 General

The test conditions shall meet the requirements as described in IEC 61967-1. In addition, the

following test conditions shall apply.

5.2 Supply voltage

The supply voltage shall be as specified by the IC manufacturer. If the users of this procedure

agren toothar values thevcshall ha documented-inthe test ranort
€ oot et S8 y-SHar—o- 8ot et a1HH—tHete S+ e pot+t:

5.3 Hrequency range

The effective frequency range of this radiated emissions procedure

6 Tlest equipment

6.1 General

The tg¢st equipment shall meet the requirements g 67-1. In additign, the
followjng test equipment requirements

6.2 Shielding

Double shielded or semi-rigid coaxial caple isN\(ey Depending on the local ambient
condifions, operation in a shielded roo % i

6.3 RF measuring instrurs

The RF measuripg.in ) 5 test method will depend on the type of |probe
selected and w!@ ) 9 symation is to be generated. When utilizing a discrete
electr|c or magnetic gsuring only emission amplitude, a one-input device
such as a spectrum a S shall be used. Alternately, a single input of a ngtwork
analyser may be<used.

When| utilizi iSCre efric or magnetic field probe and measuring both emjission
amplifudeé 2 ase;-a two-input device such as a network analyser shall be used.

When| using . @amy electkomagnetic field probe and measuring only emission amplitude, a two-

input fevicéssuch™as d network analyser shall be used.

When
phase, a RF vector signal measuring instrument such as shown in Clause B.5 should be

e and
used.

The spectrum analyser or receiver resolution bandwidth shall be 9 kHz or 10 kHz and the
video bandwidth shall not be less than three times the resolution bandwidth. The instrument

shall be configured to use a peak detector with measurements in units of dBuV [for

50 Q

system: (dBm readings) + 107 = dBuV]. For spectrum analysers, the frequency band of

interest shall be swept in calibrated or coupled mode (auto sweep).
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6.4 Préamplificateur

Un préamplificateur faible bruit, présentant un gain de 20 dB a 30 dB, peut étre utilisé pour
augmenter la sensibilité ou pour satisfaire aux exigences ambiantes de 8.2.

6.5 Sonde de champ proche
6.5.1 Généralités

La sonde de champ proche utilisée pour le balayage en surface peut prendre de nombreuses
formes en fonction de la préférence de I'utilisateur, du type de champ a mesurer, des

capa HAc dao l'annaraill A'accal Ao maoaciira At Ao 1o rAcoliitinn cnatinla cnrihaitAn AA 1o mesure
pagtés—detapparei-dessai-de—mesure—oi-detarésolutionspatinle-soubaitéedetame .

La copception, la fabrication et les caractéristiques des sondes de cha cette
méthdde ne sont pas spécifiées. L’utilisateur de cette méthode d’essai est respo nsable| de la
concelption, de la fabrication et de I'étalonnage (si nécessaire) d’uneg sfaire
aux besoins de sa capacité d’essai spécifique ou aux exigencegx. i 3 es de

sondgs de champ proche sont exposés dans les paragraphes sujvan

6.5.2 | Sonde de champ magnétique (H)

étiqgue miniature

il, un|cable
autre matériau aglapté.
a I'Annexe A et dans la

Pour |les mesures du champ magnétique,

monofjour est généralement utilisée. La sonde p
coaxial, des conducteurs de carte de circuit imprj
Des g¢xemples de sondes de champ magnétiqg
CEI 6[1967-6.

6.5.3 | Sonde de champ électrique (E

Pour |les mesures du chgz : i de champ électrique miniatule est
générplement utilisée. jquge avec du fil, un céble coaxial, des
condycteurs de carte ble de
sondeg

6.5.4

Pour Btique
miniajure mono fil, un
cable|coaxia de carte de circuit imprimé (PCB), ou tout autre mgtériau
adaptg 2 champ électromagnétique est présenté a I’Annexe B.

> isition
de donnéés;sont requis. Le systéme de positionnement de la sonde doit pouvoir déplacer la
sondq selon au moms deux axes (paralleles ala surface du DEE) et il convient qu |I it une
précisi e de
positionnement de la sonde peut avoir une structure mécanique afin de falre tourner la sonde
et est contr6lé par le systéme d’acquisition de données. Un exemple de systéeme de
positionnement de la sonde est présenté a la Figure 1. Méme si cela n’est pas présenté a la
Figure 1, le DEE est installé sur une PCB qui est généralement monté sur un dispositif d’essai
afin d’améliorer la stabilité.

Le systéme d’acquisition de données est généralement un ordinateur équipé d’un logiciel
adapté pour accepter les paramétres de balayage souhaités, contrbéler 'appareil de mesure,
controler le systéme de balayage de la sonde, et acquérir les données. Ces systemes et tout
logiciel de contrdle doivent étre décrits dans le rapport d’essai.
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6.4 Preamplifier

A 20 dB to 30 dB gain, low noise preamp may be used to increase sensitivity or to meet the
ambient requirements in 8.2.

6.5 Near field probe
6.5.1 General

The near field probe employed for surface scanning can take many forms depending on user
preference, the type of field to be measured, the capabilities of the measurement test
equipment—and—the-desired-spatialresolution—of-the—measurement—Hhe—desigh—eenstryction
and performance of near field probes for this method is not specified. It is esponsibjlity of
the uger of this test method to design, construct, and calibrate (if needed e tormeet the
needq of their specific test capability or requirement. The different ngar field probe\typ¢s are
discugsed in the following subclauses.

6.5.2 [ Magnetic (H) field probe

For magnetic field measurements, a single turn, miniatut i op probe is typically
used.| The probe may be constructed from wire, coaxia ' inte ircuit board [PCB)
traceq, or any other suitable material. Examples /of m sticOf probes are shown in
Annex A and in IEC 61967-6.

6.5.3 | Electric (E) field probe

For electric field measurements a min' i i i . probe
may K other
suitafjle material. An examp

6.5.4 | Electromagnetik

For cpmbined el 9 loop
probelis typicall@ . circuit
board (PCB) trace bbe is

shown i

6.6 F

& positioning system and data acquisition system are requiredq. The
probe| positioni all be able to move the probe in at least two axes (parallel [to the
DUT surface an should have a positioning accuracy greater than the minimum step size.
The i ing system may have a mechanical structure to rotate the probe ind is

contrqlled(by the da a acquisition system. An example of a probe positioning system is shown
in Figure’1. While not shown in Figure 1, the DUT is installed on a PCB that is typically

mountedomatestfixturetomprove bia'uiiiiy.

The data acquisition system is typically a computer installed with software adapted to accept
the desired scan parameters, control the measuring instrument, control the probe scanning
system, and acquire the data. These systems and any controlling software shall be described
in the test report.
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Portique (fixe) \

™

1Plate-forme
7 de la sonde

»
>

<---

masse

Vue de dessus

7 Montage d’essai

71

Le mg
exige

7.2 (

Les ni
peut 6
de msg

Généralités

’

ontages d
tre ajoutée

\ Sonde de champ

Figure 1 — Exemple de systéme d

Plan de masse

IEC 723/05

orthogonale

ent.de la sonde

gcrites dans la CEl 61967-1. De plds, les

bhase
ages d’essai comme souhaité, a condition que I'agpareil

Préamplificateu
] (facultatif)

Sonde de champ
électrique ou
magnétique

Systéme
d’acquisition
de données

Vers le systéme de
positionnement de
la sonde

Espacement entre
'extrémité de la sonde et le
DEE > 1mm

IEC 724/05

Figure 2 — Montage de mesure RF a une entrée (amplitude uniquement)
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Gantry (fixed)

(moveable in two
dimensions as
indicated)

A Probe platform
1
1
1

< 8 \ >
. Field probe
v
Groupd plane
IEC 723/05
Top view
Figure 1 — Exa

7 Tlest set-up
7.1 |General
The test set-up shall n, the
followjng test set-up re
7.2 Test config:a
The general testset-up Figures 2, 3 and 4. The phase measurement can be
added X set-ups as desired provided that the RF meaguring

instru d number of inputs.

- o Spectrum
R reamplifier i R analyser or
\Q/ (optional) EMI receiver

Electric or magnetic

/ field probe

To probe Data
positioning acquisition
system system

Probe tip to DUT
spacing > 1mm

\ DUT

Figure 2 — 1-Input RF measurement set-up (amplitude only)

IEC 724/05
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Appareil de mesure du Systéme Appareil de mesure du S’ystérr_]e_ )
signal vectoriel RF d’acquisition signal vectoriel RF d vaUISI'tIOI’]
a 2 entrées de données a 2 entrées de données

Sonde magnétique pour

Vers le systéme de phase normalisée Vers le

positionnement de \ systéme de

la sonde positionnement
deslafsonde

champ
Sonde de champ ou
électromagnétique N iqye

{cgment entre
émité de la sonde
tle DEE > 1mm

Espacement entre
I'extrémité de la sonde

\et le DEE > 1Tmm
DEE

IEC 725/05

Figure 3 — Mont
(amplitude uni

Systéme
d’acquisition
de données

Vers le systéme de
positionnement de
la sonde

<4—— Sonde de champ
électromagnétique

Espacement entre
'extrémité de la sonde

\ et le DEE > 1mm
DEE

IEC 726/05

Figure 4 — Montage de mesure RF a trois entrées (amplitude et phase)

La PCB d’essai doit étre fixe pour améliorer la répétabilité de I'essai. Cela peut étre réalisé
par l'utilisation d’un dispositif d’essai non conducteur ou par une autre méthode équivalente.
La distance entre la sonde et le DEE est spécifiée comme =1 mm. L’espacement réel de la
sonde sera déterminé par la résolution spatiale de la sonde et le type de données
rassemblées.
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Fig
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Les informations de phase sont nécessaires pour calculer la répartition de courant sur le
DEE. Si seule I'amplitude du champ rayonné est requise, les informations de phase ne sont
pas nécessaires.

7.3 PCB d’essai

La PCB d’essai du CI peut étre n’importe quelle PCB ou le Cl a balayer est accessible a la
sonde de balayage. Si des Cl multiples doivent étre évalués a titre de comparaison, ils
doivent étre soumis aux essais tout en étant installés sur la méme PCB d’application ou sur
une PCB d’essai normalisée, congue conformément a la CElI 61967-1.

7.4 WMontage du logiciel de balayage

Apres| avoir monté le Cl et sa PCB d’essai, vérifier que le logiciel de ~ figuré
pour brt au
boitief du DEE.

8 Procédure d’essai

8.1 Généralités

Ces ‘essai
cohérgent. Si les utilisateurs de cette 5 ¢ elles
doive

8.2 (onditions ambiantes

On dqit vérifier que le nive i i u des
nivealix d’émissions le ofy les ; ntage
d’essTi, tel qu'utilisé i nsion
d’alimentation déconn doit étre mesuré a l'aide d’'un balayage. Le
rappo es conditions ambiantes.

Lorsq anibi s_s0Nnt excessives, vérifier I'intégrité du systéme de mesure
globa iculie e inferconnexion et les connecteurs. Si nécessaire, Utiliser
une o damyplificateur de bruit inférieur ou une largeur de banfe de
résolyti

8.3 \

Mettrg ous tension et procéder a une vérification opérationnelle compléte afin de
s'ass\ snctionnement du dispositif (c'est-a-dire exécution du code d'essai du [CI).

8.4 1

Avec la carte d’essai du CIl sous tension et le DEE mis en fonctionnement dans le mode
d’essai prévu, mesurer les émissions de champ proche a chaque fréquence souhaitée. Pour
chaque fréquence de mesure, la sonde de champ proche doit étre balayée sur la surface du
Cl ou du boitier en utilisant le systéme de positionnement de la sonde et le logiciel pour
commander la progression pas a pas de la sonde afin de fournir une configuration
reproductible des emplacements de mesure. A chaque emplacement de mesure, les
émissions de champ proche doivent étre mesurées.

En utilisant un analyseur de spectre, activer la fonction “Max Hold” et permettre a I’analyseur
d’effectuer un minimum de trois balayages pendant que la boucle du code du CIl s’exécute. Il
convient que le temps de balayage soit bien supérieur au temps d’exécution de la boucle du
code du ClI.
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Phase information is needed in order to calculate the current distribution on the DUT. If only
the magnitude of the radiated field is required, phase information is not needed.

7.3 Test PCB

The IC test PCB may be any PCB where the IC to be scanned is accessible to the scanning
probe. If multiple ICs are to be evaluated for comparison purposes, they shall be tested while
installed on the same application PCB or on a standardized test PCB designed in accordance
with [EC 61967-1.

7.4 Scan software set-up

After the IC and its test PCB have been set up, verify that the scan software is™configuted for

the dgsired scan parameters. Verify the scan limits with respect to the package ofthe DUT.

8 Test procedure

8.1 |General

These . |If the

users eport.

8.2 Ambient conditions

The gmbient RF noise level shall be m S i ' i setup.

Meas S ~ floor.

The [ ot be

; re the

ecially
lower
levice
mode,
ement
using

the probe posmonmg system and softwareto control the stepplng of the probe to prowde a
repeatable pattern of measurement locations. At each measurement location, the near field
emissions shall be measured.

When using a spectrum analyser, enable the “Max. hold” function and allow the analyser to
perform a minimum of three sweeps while the IC code loop executes. The sweep time should
be much greater than the IC code loop execution time.
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NOTE Le réglage “Max Hold” sur un analyseur de spectre maintient le niveau maximal de chaque point de
données de conducteur et met a jour chaque point si un nouveau niveau maximal est détecté lors de balayages
successifs.

En utilisant un récepteur, rester a chaque emplacement d’essai pendant une durée supérieure
ou égale a six fois le temps d’exécution de la boucle du code du CI et enregistrer le niveau
maximal détecté.

Pour les sondes de champs magnétique et électromagnétique, deux séries de données par
fréquence sont prises. Le Cl est d’abord balayé avec la boucle de la sonde orientée le long
d’'un axe du dispositif. Le Cl est ensuite balayé avec la boucle de la sonde orientée a 90°
autour de son axe perpendiculaire a la surface du Cl. Une combinaison de ces deux

ensembles de donnees est ensulte effectuee. Pour une sonde de champ electrique, seule une
série e données par fréquence est prise.

Les balayages peuvent étre effectués sur un plan paralléle ou perpg ire @ ce du
Cl oy sur une série de plans afin de former une cartographie\en\traj i iorl[s. La
fréquence de mesure peut étre modifiée afin d’évaluer I'gffe S (U sur la
configuration de la source interne du CIl. La distance entre des plan iples a
partir[de la surface du Cl peut étre modifiée afin de trois
dimensions de la configuration des émissions du ClI. Le pas a
pas de la sonde peuvent étre déterminés arbitrairem

Les dpnnées issues des balayages de la sonde [de s afin
d’évaluer les émissions de champ prgche ' igu irface
du CIf Les balayages peuvent étre e ! 3 2 la
surfage du Cl ou sur une série de plans 2 ons.
9 Rapport d'essai

9.1 |Généralités

Le rapport d’essai 5, les
exigences suivantes’rs

9.2 Conditionsdde

Toutep Les
condifions.de\mesu prennent la fréquence de balayage, la zone de balayage, la
hautepr{de s palayage, la grandeur du palier de balayage et I'orientation|de la
sondeg

9.3 (onception et.étalonnage de la sonde

La cdnception physique de la sonde doit étre décrite dans le rapport d’essai. Pour les

données destinées a permettre la comparaison entre des dispositifs multiples, décrire la
procédure et les résultats d’étalonnage.

9.4 Analyse des données

Les ensembles de données qui découlent de ces mesures de balayage en surface peuvent
étre trés importants. En général, les ensembles de données de balayage sont traités et les
couleurs sont contrastées afin de faciliter la visualisation des champs mesurés. Le traitement
des données peut consister a calculer la moyenne linéaire de chaque ensemble et a
régulariser la moyenne afin d’éliminer les erreurs systématiques dues a la réponse de la
sonde en fonction de la fréquence. Une description de tout traitement de données utilisé doit
étre incluse dans le rapport d’essai. Voir ’Annexe D concernant les options d’analyse de

données supplémentaires.
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NOTE The “Max. hold” setting on a spectrum analyser maintains the maximum level of each trace data point and
updates each point if a new maximum level is detected in successive sweeps.

When using a receiver, dwell at each test location for a time greater than or equal to six times
the IC code loop execution time and record the maximum level detected.

For magnetic and electromagnetic field probes, two series of data per frequency are taken.
First, the IC is scanned with the probe loop oriented along one axis of the device. Second, the
IC is scanned with the loop probe rotated 90 ° about its axis perpendicular to the IC surface.
These two sets of data are then combined. For an electric field probe, only one series of data
per frequency is taken.

Scang can be made in a plane that is parallel or perpendicular to the surface~af the IC-0rin a
serieq of planes to form a three-dimensional mapping. The measurem
varieqd to evaluate the effect of frequency on the internal source {at f . The
distarice between multiple measurement planes from the surface g o C ied to
creatg a three-dimensional map of the emissions pattern of the IC\ TF e and

the stppping of the probe can be determined arbitrarily for the pdrpose\of

ectric
in a parallel or
a three-dimensional

Data from the near field probe scans is captured and pro
or magnetic field emissions from the surface of the
perpendicular plane to the IC surface or in a seri

mapp|ng.

9 Test report

9.1 General

The t¢st report shall be ip ar Vi ments of IEC 61967-1. In addition, the
followjng test report require 5 Qly.

9.2 Measureme: c
All measurement 1 3 be documented in the test report. Typical measurgement
condifions include y ap’ area, scan probe height, scan step size, and |probe

tion.

The physi dasi 8 probe shall be described in the test report. For data intended to
allow compaxjsonb i multiple devices, describe the calibration procedure and results.

The dats i A large.
Typically, the scan data arrays are processed and colour enhanced to faC|I|tate the dlsplay of
the measured fields. Data processing may include taking the linear mean of each array and
mean normalizing to eliminate the bias due to probe response as a function of frequency.
A description of any data processing used shall be included in the test report. See Annex D
for additional data analysis options.
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Annexe A
(informative)

Sondes discrétes de champs électrique et magnétique

A.1 Généralités

Les s¢
la sor
surfad plifier
le mo ns de
Iutilis ique et
magng fin de
rempl
Le systé bler et
manip on du
type @
La prg ue et
magnegti
A.2
Le ci leurs
sortiep hamp
mesu bndes
de champs élec tique,
respeftivement. b flux
magngtique traversa Ig est
induit hamp
électr

Sortie

)
=

Sonde de champ électrique Sonde de champ magnétique
IEC 727/05

Figure A.1 — Schémas de sondes de champs électrique et magnétique
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Annex A
(informative)

Discrete electric and magnetic field probes

A.1  General

Discrete—elestric—anrd—magnetic—field—prebes—ean—be—utiized—nstead—oef—the—eembined
electrbmagnetic field probe to perform surface scan measurements. Using i ectric
or magnetic field probe can simplify the test set-up and data processing i it meets
the ngeds of the user. The design and construction of the discrete elgkgtric it field

probep is not specified to allow the use of a variety of probes to meét the specific\aeeds |of the
user.

The measurement system and data processing progra ) ; ] ipulate
meastired data is also not specified and will vary depending o d and
the dgsired results.

This gnnex provides examples of possible discr e i nagnetic field probes and an
example measurement system.

A.2 | Probe electrical descriptio

The ejquivalent circuit of thexdi 3 ts are
shown in Figure A.1. TheXjgu s i gnetic
fields] The outputs sig ic_and J/magnetic field probes are induced by the
electr|c or magnetic fielth re i ent from magnetic field I, is generated by

magnetic flux crossing\t 2 . The current from electric field /¢ is induced by the
electr|c field at t ' mentof the efectric field probe.

Output

f.

E
Sensor
l.....:/ \IIIIIII.:
- YA
Electric field probe Magnetic field probe

IEC 727/05
Figure A.1 — Electric and magnetic field probe schematics
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A.3 Description physique de la sonde

A.3.1 Généralités

Bien qu’il existe de nombreux moyens acceptables de fabriquer des sondes de champs
électrique et magnétique utilisables, les sondes décrites a titre d’exemple dans les sections
suivantes sont fabriquées a partir d’'un cable coaxial semi-rigide de 0,5 mm (0,020 in).
L’avantage de la fabrication du céble est la petite taille physique de la sonde qui en résulte et
le contréle d’impédance facile. Les problémes avec la fabrication des cables sont la difficulté
de la fabrication et I’éventualité de dommages de la sonde.

A.3.2 Sonde de champ électrique

Un exemple de sonde de champ électrique est présenté a la Figure A% du ghamp
électr|que est le conducteur intérieur. Noter qu’il convient d’étendrede &ow uRextexieur du
cablelafin de recouvrir le conducteur intérieur.

/ Connecteur coaxial

~ IEC 728/05

A.3.3
Un ex ) aghétique est présenté a la Figure A.3. Le captgur du
cham e siple formée par le conducteur intérieur et raccordge au

condu

/ Connecteur coaxial\

Cable coaxial semi-

rigide (0,5 mm ou
ﬁ‘n')ﬂ inde Hiaméfro)

T~

Conducteur central

/ soudé au blindage \
créant une petite
v, P "~

boucle

IEC 729/05

Figure A.3 — Fabrication de la sonde de champ magnétique
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A.3 Probe physical description

A.3.1 General

While there are many acceptable ways to construct usable electric and magnetic field probes,
the example probes described in the following sections are constructed of 0,5 mm (0,020 in)
semi-rigid coaxial cable. The benefit of cable construction is the resulting small physical size
of the probe and easy impedance control. Problems with cable construction include the

difficulty of construction and the potential for probe damage.

A.3.2 —FElectriefieldprobe

condyctor. Note that the outer conductor of the cable should be exteRded fo sovexthe

conddyctor.

Semi-rigid coa
cable (0,5

IEC 728/05

field probe construction

A.3.3

An eXample ¢ g’ shown in Figure A.3. The magnetic field sensor

single loop fg gonductor and terminated to the outer conductor.

/ Coaxial connector \

Semi-rigid coaxial
cable (0.5 mm or

inner
inner

is the

/ 0,020 in diameter) \

Centre conductor

soldered to shield \
creating small loop

IEC 729/05

Figure A.3 — Magnetic field probe construction
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Annexe B
(informative)
Exemple de sondes de champs électrique et magnétique combinés
B.1 Généralités
Une serde—gui-esteapab trique
peut tre utilisée a la place de sondes discrétes de champ magnétique hamp
électr|que. La conception et la fabrication de la sonde de champs élg Btique
combinés ne sont pas spécifiées pour permettre I'utilisation d’'une ou de s afin
de re 4 ; me de
traitethent de données utilisés pour rassembler et manipuler les. do 2as MNg sont
également pas spécifiés et varieront en fonction du type de : ¢ 2qultats
souhdités.
La prg btique
comb
B.2 | Description électrique de
Le cincuit équivalent de la sonde de ¢ \ atique)
combinés et de sa sortie est représepté € . La figure illustre la fagon dpont le
captetir mesure les champs é igue JNE es signaux de sortie provengnt du
captepr sont induits a la €ois pa 3C ri je et magnétique. Le courant proyenant
du champ magnétiquen/y, agnétique traversant la boucle. Les dqorties
résultantes induites p t la méme amplitude, mais vont dans des
directlons opposges ments A et B. Le courant provenant du ghamp
électr|que /g e@ i ique au niveau de I'élément de détection. Les
sortief résultante électrique ont également la méme amplitude| mais
vont dans la méme\N des emplacements A et B
Sortie B
Boucle (partie
de détection)

e G
<:| M

IEC 730/05

Figure B.1 — Schéma de la sonde de champ électromagnétique
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Annex B
(informative)

Combined electric and magnetic field probe example

B.1 General

N example measurement system.

B.2 | Probe electrical description

The epuivalent circuit of the combined
its oufputs is shown in Figure B.1. The fi

magnetic fields. The outputs signals 3 ensqQr are induced by both electri
magn Jis.generated by magnetic flux crossi
loop. i lic fiefd have the same magnitude b
oppos 8. ugrept from electric field /¢ is induced

electr i . esulting pGtputs from the electric field also ha

same

Output B

Loop (sensing part)
-RRREEELEEEELE" B

e T EE

e and
¢ and
c and
g the
ut are
by the
Ve the

< ),

IEC 730/05

Figure B.1 — Electromagnetic field probe schematic
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Par conséquent, les courants induits au niveau des sorties A et B sont
In=1g+ Iy
IB = IE - IM

En calculant la somme vectorielle et la différence de ces sorties, le courant induit par le
champ magnétique peut étre séparé du courant induit par le champ électrique.

IE = (IA + IB)/2

B.3 | Description physique de la sonde

Bien qu’il existe de nombreux moyens acceptables de fabriquer une
magnetique utilisable, la sonde donnée ci-dessous a titre d’ex
carte [de circuit imprimé a 3 couches, comme représenté a(la
compgpse d’une ligne de 0,2 mm formée dans la couche ¢

sortiep sont connectées a un appareil de mesure par I'ind
50 Q.[Les avantages de la fabrication de la PCB sont

Dimensions en millfmétres

Couche
de masse

Couche
b masse

Q

50

/>

Ligne triplaque
de 500

PCB a 3 couches (FR-4)

Capteur

IEC 731/05

Figure B.2 — Fabrication de la sonde de champ électromagnétique
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Therefore, the induced currents at outputs A and B are

IA=IE+IM
Ig =1g—1Iy

By calculating the vector sum and difference of these outputs, the current induced by the

magnetic field can be separated from the current induced by the electric field.
IE = (IA + IB)/2

Groung

B.3 | Probe physical description
While|there are many acceptable ways to construct a usable electrdmag e, the
example probe below is constructed on a 3-layer printed circuit hoar e B.2.
The sensor consists of a 0,2 mm line formed in the centre lay Ltputs
of which are connected to a measurement instrument via 50Q s¥(ip lines f PCB
construction are the ability to incorporate a spacer to meethe™ pse of
fabrication, and probe ruggedness.
Dimensions in milljmetres
Coaxial corfqections
measuring insttument
Ground laydr
50 Q strip line
Ground lgyer
\> 50 Q strip line
3-layer PCB (FR-4)
Sensor
IEC 731/05

Figure B.2 — Electromagnetic field probe construction
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B.4 Systéme de mesure et d’acquisition de données

Un exemple de systéme de traitement de données est représenté a la Figure B.3 et les détails
sont représentés a la Figure B.4. L’appareil de mesure du signal vectoriel RF a 3 entrées est
utilisé pour mesurer le signal d’entrée, qui est abaissé a la fréquence intermédiaire (FI) et
numérisé par un convertisseur analogique-numérique (A/D). Tous les signaux d’entrée sont
synchronisés a I'aide du méme oscillateur local et du méme signal d’horloge. Cela assure le
maintien des informations de phase relatives pour chacune des trois entrées. En utilisant les
informations de phase relatives, nous pouvons calculer la somme vectorielle et soustraire la
différence entre les entrées.

Le sy

transfprmée rapide de Fourier (FFT) pour déduire 'amplitude du sig
ations de phase. Les données peuvent étre manipulées afin

inforni
souhd

Sond
pour
norm

itée.

si

Appareil de mesure du

gnal vectoriel RF
a 3 entrées

Systéme
d’acquisition
de donné

e magnétique
bhase

9,

Figure

DEE

emble de la mesure et du systéme d’acquisition de donné

de champ électromagnétique

stéme d’acquisition de données collecte les données mesuréés et effectuJa une

et les
tation

Calculs
Champ électrique = Entrée2 + Entrée3
Champ magnétique = Entrée2 — Entrée

B

IEC 732/05

es
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B.4 Measurement and data acquisition system

An example data processing system is shown in Figure B.3 with details shown in Figure B.4.

The 3-input RF vector signal measuring instrument is used to measure the input signal,

which

is down-converted to an intermediate frequency (IF) and digitized by an analogue-to-digital
(A/D) converter. All input signals are synchronized using the same local oscillator and clock
signal. This ensures that the relative phase information for all three inputs is maintained. By
using the relative phase information, we can calculate vector sum and subtract the difference

between inputs.

The data acquisition system collects the measured data and performs a Fast Fourier

Tran° o (EET\ o daoriva tha cianal maaanitiiAda  franiinnayy
SFOT to—CeTrTy T A~ A=)

nTh

a 0
LILE B L CthC—oTgTra T hagrta oo CTHoyTt 134

can be manipulated to achieve the desired presentation.

Data
acquisjtion
syste

3-input RF vector signal
measuring instrument

Magnetic probe for
bhase standard

omagnetic field probe

¢ data

Calculations
Electric field = Input2 + Input3
DUT Magnetic field = Input2 — Input3

IEC

gUKE Measurement and data acquisition system overview

732/05
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Appareil de mesure du Systéme
signal vectoriel RF d’acquisition
a 3 entrées de données
Oscillateur
local
Ordinateur
Acces 1 ConvertisseurI >
(Phase) IF A/D
Accés 2 é Convertisseur|[ >
(Sonde A) IF A/D
Acces 3 & Convertisseur|=|
(Sonde B) IF A/D

IEC 733/05

B.5 | Mesures simpli

Un exemple de systéme B.5. A
la plage de I'apparei sortie
de la ponde so yseur
de sppectre. La sorie eces. somme di symétriseur est proportionnel au champ éleqgtrique
tandid que la sortie & g est proportionnel au champ magnétique. Lors|de la
mesufe d'un de , l'autre accés de sortie doit étre relié a une dharge
50 Q pour évj

Pour |obfeni les sorties des champs électriques et magnétiques, le syptéme
d'acquisiti

Les ekxigences pouxlg’symétriseur sont les suivantes:

a) Lgrgédr de bande: supérieure a la bande de fréquence convenable (5-1000 MHz)

b) Equilibrage d'amplitude: 1,0 dB maximum (0,8 dB) Max)

c) Equilibrage de phase: 5° maximum (5°)

d) Isolation:20 dB minimum (22 dB)

NOTE Les valeurs entre parentheses figurant ci-dessus sont les spécifications d'un symétriseur donné en
exemple — le modéele R&K HYB-3.
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3-input RF vector signal Data acquisition
measuring instrument system
Local
oscillator
Computer
Port 1 A/D I >
(Phase) IF converter
Port 2 é A/D | > FFT
(Probe A) IF converter

Port 3 & A/D
(Probe B) IF converter

IEC 733/05

B.5 | Simplified measurement ang

An example of a simpfi is shown in Figure B.5. Instead of the 3-

input |RF vector signjal Ui \ he two output signals of the probge are
conngcted to a Xi i hybrid balun and then to a spectrum analyzef. The
outpuf from theﬁr}p ; is\progortional to the electric field, while the outpuft from
the difference po the magnetic field. When measuring one of the two

outpug ports, the gthe d be terminated with a 50 Q load to avoid the gffects
of reflection.

To oltai ¢ dts—for elgctric and magnetic fields separately, the acquisition slystem
should ¥ alai gracteristics. Therefore, the two cables between the probe and the
balun|inp 3 e same electric length.

Requirements for the/balun are as follows:

Y]
vy}

) Band>width: wider that the frequency range of the interest (5 — 1000 MHz)
b) Amplitude balance: 1,0 dB maximum (0,8 dB Max)
c) Phase balance: 5° maximum (5°)

d) Isolation: 20 dB minimum (22 dB)

NOTE Values shown in parentheses above are the specifications for an example balun — the R&K model HYB-3.
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- s Analyseur de

Terminaison Pri:trgﬁ:"f" Spectre ou
Scepteur EMI
50 Q v (optionnel) EEEE] récepteur
Sortie de champ
maanétique Systéeme
d'acquisition
de données
Sonde de champ
<4—— Electromagnetique
Exiremite ae 1a sonae
IEC 734/05

acquisition de données
Pour la mesure du champ de données séparées par une rotation de
90° (gar exemple les p magnétique) sont considérées. Leg deux
sérieq de donnéeg sont € fin d'obtenir I'amplitude du champ magnétique,
qui egt proporti jnaux
sont @joutés pui bur la
mesufe de phase n \Cependant, dans ce cas, la différence de phase r¢lative
n'est pas mesure igntation du vecteur de champ magnétique ne peuit pas
étre déterming champ magnétique et/ou la direction de circulatipn du
coura nvient

que 18

Nt qui &st p i ireNg l'orientation du champ magnétique sont requises, il co
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Spectrum
50 Q Preamplifier analyser or
termination (optional) EMI receiver

Magnetic field output
Data
acquisition
Wide-band balun system

Electromagnetic
field probe

Probe tip to DUT
spacing > 1mm

IEC 734/05

For the magnetic field measurement, tivo series ®
and y| components of magnetic field) are taken,
obtair] the amplitude of the i Rich i
measyirement system,

sgparated by 90° rotation (i.e. H{ the x
6 sets of data are then combined to
oportional to the surface current. [n this
are added and subtracted by the balun, slo the

refergnce input for phase measuré s hef_required. However, in this case the relative
phasd difference i S ; 80~tKe orientation of the magnetic field vector cannot be
determined. If t i \ agnetjc field, and/or the direction of current flow which
is perpendicular fe etic field are required, then the phase sensitive

measlirement descgriQ i c s.gection should be used.
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Annexe C
(informative)

Etalonnage des sondes de champs proche

Généralités

:2005

édure

micro
Il con

balayage en surface afin de réduire les erreurs de mesure et d’a

répéta

c.2

C.21

Utilisg

Cc.2.2

Un arn
cham
de I'a
vidéo
étre ¢
un sy
banddg
autom

En ut

phasq &

mesu

Cc.23

Utilise
a la F
et I'im

prroco—otmocoys

décrite ci-dessous. Afin d’obtenir le facteur d’étalonnage de la sonde, une/me

ient que cette méthode d’étalonnage soit réalisée a l'aide d
bilité.
Equipement d’essai

Préamplificateur

r un préamplificateur comme spécifié dans

Appareil de mesure RF

steme de 50.Q: (i
de fréq @-
atique).

igure C.1 et a*1a Figure C.2. L’épaisseur diélectrique (h) de la PCB doit étre de 0
pédance caractéristique résultante de la ligne a microruban doit étre de 50 Q 4

gne a
éelle.
re de
vé de

de de
lution
bande
il doit
[pour
tre, la
hyage

ce de
5 peut

senté
6 mm
5 0.

Dans Te cas d'une constante dielectrique g, = 4,7, 1a targeur (W) du conducteur a microruban
est de 1,0 mm. Il convient que la largeur du plan de masse (W) sous la ligne & microruban
sur la PCB soit d’au moins 50 mm. Il convient que la longueur (L) de la ligne & microruban
soit de 100 mm et qu’elle maintienne I'impédance caractéristique spécifiée sur la gamme de

fréquences souhaitée.

Il convient de vérifier I'impédance caractéristique de la ligne a

microruban a l'aide d’'un analyseur de réseau ou d’'un oscilloscope pouvant effectuer des
mesures de réflectométrie temporelle (TDR, Time Domain Reflectometry).
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Annex C
(informative)

Calibration of near field probes

C.1 General

The prebes—usedtorthis—measurementshall-be—calibratedin-accerda edure
described below. In order to obtain the calibration factor of the probe, a mj ethod
is use¢d because it most accurately simulates the actual measurery calibration
methgd should be performed using the surface scan measure minimize
meastirement errors and to ensure a high level of repeatability.

C.2 | Test equipment

Cc.21 Pre-amplifier

Use a| pre-amplifier as specified in IEC 61967-1, if n¢

C.2.2| RF measuring instrument

A spe e or a
magn O kHz
or 10 kHz and the video bapdwidth sh S s.than/ iwidth.
The ipstrument shall b i e units
of dBJiIV [for 50 Q system; (dk ing ( 5, the
frequgncy band of intefrest sh i

When| using an a 3-input phase difference measurement system
is reqpired. The 3-inp measurement system can measure signal magpitude
and r¢

Cc.2.3

Use 4 ty ith,_a microstrip line structure as shown in Figure C.1 and Figurg C.2.
The (i ) of the PCB shall be 0,6 mm and the resulting characteristic
imped ostrip line shall be 50 Q £ 5 Q. In the case of dielectric constant €} = 4,7,
the width (W)\o crostrip conductor is 1,0 mm. The width of the ground plane (Wg) under
the mjcrostrip line oh the PCB should be at least 50 mm. The length (L) of the microstr|p line
shoul@ixber 100 mm and should maintain the specified characteristic impedance over the
desirevﬁmmmrmmﬁmmmmWHrﬁmJid be

verified using a network analyser or an oscilloscope capable of time domain reflectometry
(TDR) measurements.
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— W —»
Bande (métal) ——8 ——»
Diélectrique ———» :: h
Masse (métal) —»
< Wg »>

IEC 735/05

Figure C.1 — Ligne a microruban pour I’étalonnage (section)

Conngcteur Ggnnecteur
coaxifl copxial

\_l : /\\ )
I Diélectrique < \ \ \ I

I B, 00
\/ IE]Q 736/05

Figure C.2 — Ligne a mj P t@ma (section)

V.

Yy

C.3 | Montage d’étalonnage

Les montages d’étalonnage de la sond a microruban de référencg sont
représentés ci-dessous. £a Kgure et | ure §.4 représentent les montages pojur les
sonde étique, respectivement. La Figure C.5
repreés 3 f

Analyseur de
spectre ou
récepteur

d’ EMI

Espacement entre
I'extrémité de la sonde
et le microruban = 1mm

i
>'. Sonde de champ
' électrique

fidii] Générateur
de signal
/ L

Ligne a microruban

IEC 737/05

Figure C.3 — Montage d’étalonnage de la sonde de champ électrique
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— W —>
Strip (metal) ———»
Dielectric ——» 1 h
A4
Ground (metal)—»
< WCI >

IEC 735/05

Figure C.1 — Microstrip line for calibration (cross-section)

\_l ) t /\\ s ¥
I Dielectric < \ \ \
| 2
\/ IEC

Figure C.2 — Microstrip line f

a io@cro -section)

C.3 | Calibration set-up

The pgrobe calibration set-ups on the kefe
and Figure C.4 show ~
respegtively. Figure C.

Spectrum

FifEi| analyser or
EMI receiver

/ Electric field probe

Probe tip to microstrip
spacing = Tmm

Signal
generator

p line are shown below. Figuf
e electric and magnetic field p
mbined electromagnetic field probe.

axial
hnector

736/05

e C.3
obes,

\ Microstrip line

IEC 737/05

Figure C.3 — Electric field probe calibration set-up
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Analyseur de
spectre ou
récepteur

d’EMI

Preampliti-

FiEE]  cateur i

facultatif

Sonde de champ
/ magnétique
Espacement entre

I'extrémité de la sonde
et le microruban = 1mm

Terminaison
de 50 Q

Générateur
desigmat

\ Ligne a microruban

Figure C.4 — Montage d’étalonnage de la sonde de gn
Appareil de mesure du
signal vectoriel RF
a 3 entrées
]

Sonde magnétique pour
phase normalisée

Terminaison
de 50 Q

C ) Sonde champ électromagnétique
‘ cement entre
J Sextrémité de la sonde
‘\/ et le microruban = 1mm

Générateur
de signal

IEC 739/05

C.4

Le fac age de la sonde est déterminé en conduisant la ligne a microruban avec
une eptrée-de 0 dBm comme référence.

a) Placer la sonde de champ électrique au-dessus de la ligne a microruban, de telle sorte
que la sonde soit perpendiculaire au plan de masse. Le centre de la sonde doit étre situé
a une distance de 0,4 mm du centre de la ligne a microruban. La distance entre la
surface de la ligne a microruban et I'extrémité de la sonde doit étre maintenue a 1,0 mm =
0,1 mm.

b) Placer la sonde de champ magnétique ou la sonde de champ électromagnétique au-
dessus de la ligne a microruban de maniére a ce que le plan de la boucle soit
perpendiculaire au plan de masse et paralléle a I’axe longitudinal de la ligne a microruban.
Le centre de la sonde doit étre situé a une distance de 0,4 mm du centre de la ligne a
microruban. L’angle de face de la sonde doit étre dans les limites d’un écart de +5° par
rapport a I'axe de la ligne a microruban. La distance entre la surface de la ligne a
microruban et 'extrémité de la sonde doit étre maintenue a 1,0 mm + 0,1 mm.


https://iecnorm.com/api/?name=84494c5c6bb0cdca5f3feefff44310c5



